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Salah satu parameter mutu yang sangat penting dari produk wafer 
stick adalah tekstur renyah, namun juga tidak mudah hancur (tidak rapuh). 
Kerenyahan wafer stick dipengaruhi oleh kadar airnya yang rendah yaitu 
±2%. Kadar air wafer yang rendah ini menyebabkan produk wafer bersifat 
higroskopis. Peningkatan kadar air wafer dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan fisik yaitu tekstur menjadi lunak, liat, dan perubahan kimia 
seperti oksidasi lipid sehingga menimbulkan ketengikan dan dapat 
mempengaruhi umur simpan wafer stick. 
Penentuan umur simpan dapat dilakukan dengan 2 metode 
pendugaan umur simpan yaitu metode konvensional dan metode akselerasi 
(pendekatan model arrhenius dan model kadar air kritis). Metode pendugaan 
konvensional memerlukan waktu yang lama dan biaya tinggi sedangkan 
metode akselerasi sebaliknya. Metode pendugaan akselerasi melalui 
pendekatan model arrhenius cocok untuk produk pangan yang sensitif 
terhadap suhu sedangkan model kadar air kritis cocok untuk produk pangan 
yang sensitif terhadap perubahan kadar air, sehingga metode yang tepat 
untuk penentuan umur simpan wafer stick adalah metode akselerasi melalui 
pendekatan model kadar air kritis. Prediksi umur simpan produk wafer stick 
dengan asumsi menggunakan pengemas plastik multilayer  adalah 1 tahun 1 















Anastasia Eka Wahyu Pratiwi (6103006055) ?Shelf Life Prediction of 
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An important quality parameter of wafer stick is crispy texture, but 
not easily broken (not brittle). Wafer stick crispiness is affected by its low 
water content, that is ± 2%. Low water content of wafer stick causes the 
product becomes hygroscopic. Increased water content of wafer causes 
physical change becomes softer, claley texture and chemical change namely 
lipid oxidation that causes rancidity and affect wafer stick shelf life.  
Shelf life determination can be identified by shelf life prediction 
method that is conventional and acceleration method (Arrhenius model and 
critical water content model approached). Conventional prediction method 
requires a lot of time and high cost while acceleration method is the 
opposite. Acceleration prediction method by arrhenius model approached is 
suitable for food products that are sensitive to temperature while the critical 
moisture content model is suitable for food products that are sensitive to 
water content changes, so the appropriate method for wafer stick shelf life 
determination is acceleration prediction method by critical water content 
model approached. Prediction of wafer stick shelf life designed with using 
multilayer plastic packaging is 1 year 1 month 24 days.  
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